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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブルコンピューティングデバイスに結合される受入れデバイスの熱ポリシーを管
理するための方法であって、
　前記受入れデバイスによって前記ポータブルコンピューティングデバイスの存在を検出
するステップと、
　前記ポータブルコンピューティングデバイスの前記存在を検出したことに応答して、
　前記ポータブルコンピューティングデバイス内の熱センサを非アクティブ化するための
コマンドを発行するステップと、
　前記ポータブルコンピューティングデバイス内の電源を非アクティブ化するためのコマ
ンドを発行するステップと、
　温度値を含む信号を前記ポータブルコンピューティングデバイスの他の熱センサおよび
／または前記受入れデバイスの熱センサから受け取るステップと、
　前記温度値が所定の値に達した場合に前記ポータブルコンピューティングデバイス内の
プロセッサの動作状態を調整するためのコマンドを発行するステップとを含む方法。
【請求項２】
　熱ポリシーマネージャモジュールを非アクティブ化するためのコマンドを発行するステ
ップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　メモリデバイスを非アクティブ化するためのコマンドを発行するステップをさらに含む
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、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記受入れデバイス内のメモリデバイスをデータを受け取るように初期設定するための
コマンドを発行するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記ポータブルコンピューティングデバイスを検出したことに応答して一意の識別子を
発行するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記一意の識別子をポートを横切って伝達するステップをさらに含む、請求項5に記載
の方法。
【請求項７】
　前記ポートは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを備える、請求項6に記載の方法
。
【請求項８】
　能動冷却デバイスを初期設定するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記温度値が所定の値に達した場合に前記能動冷却デバイスの動作を調整するステップ
をさらに含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記受入れデバイスは、ドッキングステーション、タブレットパーソナルコンピュータ
、ラップトップパーソナルコンピュータ、デスクトップパーソナルコンピュータ、ポータ
ブルメディアプレーヤ、ポータブルテレビジョン、およびプリンタのうちの少なくとも1
つを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　ポータブルコンピューティングデバイスの1つまたは複数のメモリリソースを管理する
ためのコンピュータシステムであって、
　受入れデバイスによって前記ポータブルコンピューティングデバイスの存在を検出する
ための手段と、
　前記ポータブルコンピューティングデバイスの前記存在を検出したことに応答して前記
ポータブルコンピューティングデバイス内の熱センサを非アクティブ化するためのコマン
ドを発行するための手段と、
　前記ポータブルコンピューティングデバイスの前記存在を検出したことに応答して前記
ポータブルコンピューティングデバイス内の電源を非アクティブ化するためのコマンドを
発行するための手段と、
　温度値を含む信号を前記ポータブルコンピューティングデバイスの他の熱センサおよび
／または前記受入れデバイスの熱センサから受け取るための手段と、
　前記温度値が所定の値に達した場合に前記ポータブルコンピューティングデバイス内の
プロセッサの動作状態を調整するためのコマンドを発行するための手段とを備えるシステ
ム。
【請求項１２】
　熱ポリシーマネージャモジュールを非アクティブ化するためのコマンドを発行するため
の手段をさらに備える、請求項11に記載のシステム。
【請求項１３】
　メモリデバイスを非アクティブ化するためのコマンドを発行するための手段をさらに備
える、請求項11に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記受入れデバイス内のメモリデバイスをデータを受け取るように初期設定するための
コマンドを発行するための手段をさらに備える、請求項11に記載のシステム。
【請求項１５】
　コンピュータ可読プログラムコードを具現化したコンピュータ使用可能媒体を含むコン
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ピュータプログラムであって、前記コンピュータ可読プログラムコードが、実行されたと
き、請求項1乃至10の何れか1項に記載の方法を実装する、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ポータブルコンピューティングデバイス(PCD:portable computing device)は、個人レ
ベルおよび専門レベルにおいて人々に必要なものになりつつある。これらのデバイスは、
携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ポータブルゲームコンソール、パームトップコンピュー
タ、および他のポータブル電子デバイスを含み得る。
【０００２】
　PCDの1つの特有の側面に、ラップトップコンピュータおよびデスクトップコンピュータ
のようなより大型のコンピューティングデバイスでしばしば見られるファンのような能動
冷却デバイスを通常は有さないということがある。ファンを使う代わりに、PCDは、2つ以
上の能動的かつ熱を発生させるデバイスが互いに近接して配置されないような、電子パッ
ケージングの空間配置に依存し得る。2つ以上の熱を発生させるデバイスが互いに近接し
て配置されなければ、普通は、そうしたデバイスの動作が、互いに、またそれらの周囲に
あり得る任意の他の電子装置に、悪影響を与えることはない。多くのPCDはまた、それぞ
れのPCDを形成する電子装置の間で熱エネルギーを管理するためのヒートシンクのような
、受動冷却デバイスに依存し得る。
【０００３】
　PCDは小型であり、平均的な人の手のサイズに収まるように設計されているので、PCDの
熱的動作限界は通常、人の手または指に不快に感じられない温度によって決定される。そ
のような温度は通常、PCDの「タッチ温度」限界と呼ばれる。一方、PCDがタブレットパー
ソナルコンピュータまたはラップトップポータブルコンピュータのようなより大きい電子
パッケージ内で使用されるときなど他の動作環境では、タッチ温度限界は、タブレットま
たはラップトップの機能を実現するように使用されるとPCDの動作を阻害するかまたはPCD
の性能を低下させる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ポータブルコンピューティングデバイス(PCD)に結合される受入れデバイスの熱ポリシ
ーを管理するための方法およびシステムは、PCDの存在を自動的に検出することを含む。P
CDの存在を検出したことに応答して、熱センサを非アクティブ化するためのコマンドおよ
びPCD内の電源を非アクティブ化するためのコマンドが発行されてよい。次に、受入れデ
バイス内の能動冷却デバイスが初期設定されてよい。受入れデバイス内の熱ポリシーマネ
ージャモジュールは、PCD内の熱センサによって検知される温度値を含む信号を監視して
よい。
【０００５】
　受入れデバイスの熱ポリシーマネージャモジュールは、温度値が所定の値に達した場合
、PCD内のプロセッサの動作状態を調整するためのコマンドを発行してよい。熱ポリシー
マネージャモジュールは、PCD内の熱センサによって検知された温度値が所定の値に達し
た場合に能動冷却デバイスの動作を調整してもよい。PCDが受入れデバイスに結合された
ときにPCD内に存在する熱ポリシーマネージャモジュールを非アクティブ化するためのコ
マンドが発行されてもよい。PCD内のメモリデバイスを非アクティブ化するためのコマン
ドが発行されてよく、一方、受入れデバイス内のメモリデバイスをPCDからデータを受け
取るように初期設定するためのコマンドが発行されてもよい。これらのコマンドは、PCD
内のCPUまたは受入れデバイス内の熱ポリシーマネージャモジュール、あるいはその両方
によって発行されてよい。
【０００６】
　受入れデバイスは、PCDに結合されたときに、ポータブルコンピューティングデバイス
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を検出したことに応答して一意の識別子を発行してもよい。一意の識別子は、ユニバーサ
ルシリアルバス(USB)ポートなどのポートを介してPCDに伝達されてもよい。受入れデバイ
スは、ドッキングステーション、タブレットパーソナルコンピュータ、ラップトップパー
ソナルコンピュータ、デスクトップパーソナルコンピュータ、ポータブルメディアプレー
ヤ、ポータブルテレビジョン、およびプリンタのうちの少なくとも1つを含んでよい。
【０００７】
　図の中では、別段に指定されない限り、様々な図の全体を通して、同様の参照番号は同
様の部分を指す。「102A」または「102B」のような文字指定を伴う参照番号に対して、文
字指定は、同じ図に存在する2つの同様の部分または要素を区別することができる。参照
番号がすべての図において同じ参照番号を有するすべての部分を包含することが意図され
るとき、参照番号に対する文字指定は省略される場合がある。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ポータブルコンピューティングデバイス(PCD)の一実施形態を示す機能ブロック
図である。
【図２】図1に示されるチップのための、ハードウェアの例示的な空間配置を示す機能ブ
ロック図である。
【図３】図1～図2に示すポータブルコンピューティングデバイスの例示的なハードウェア
ケーシングの正面図である。
【図４】タブレットポータブルコンピュータを備える例示的な受入れデバイス内に収容さ
れ取り付けられた図3のポータブルコンピューティングデバイスの正面図である。
【図５】ラップトップコンピュータを備える例示的な受入れデバイス内に収容され取り付
けられた図3のポータブルコンピューティングデバイスの正面図である。
【図６】ポータブルメディアプレーヤを備える例示的な受入れデバイス内に収容され取り
付けられた図3のポータブルコンピューティングデバイスの正面図である。
【図７】キーボードおよびフルサイズディスプレイデバイスに結合されるドッキングステ
ーションを備える例示的な受入れデバイス内に収容され取り付けられた図3のポータブル
コンピューティングデバイスの正面図である。
【図８】受入れデバイスがポータブルコンピューティングデバイスに結合されたときの受
入れデバイスおよびポータブルコンピューティングデバイスのハードウェアの例示的な空
間構成を示す機能ブロック図である。
【図９】受入れデバイスがポータブルコンピューティングデバイスに結合されたときの受
入れデバイスおよびポータブルコンピューティングデバイスのハードウェアの別の例示的
な空間構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】ポータブルコンピューティングデバイスに結合される受入れデバイスの熱ポリ
シーを管理するための方法を示す論理フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　「例示的な」という言葉は、「例、事例、または例示として機能すること」を意味する
ように本明細書で使用される。「例示的な」ものとして本明細書で説明するいずれの態様
も、必ずしも他の態様よりも好ましいか、または有利であると解釈されるわけではない。
【００１０】
　本明細書では、「アプリケーション」という用語は、オブジェクトコード、スクリプト
、バイトコード、マークアップ言語ファイル、およびパッチなどの実行可能なコンテンツ
を有するファイルも含むことができる。加えて、本明細書で言及する「アプリケーション
」は、開封される必要があり得るドキュメント、またはアクセスされる必要がある他のデ
ータファイルなどの本質的に実行可能ではないファイルも含むことができる。
【００１１】
　「コンテンツ」という用語は、オブジェクトコード、スクリプト、バイトコード、マー
クアップ言語ファイル、およびパッチなどの実行可能なコンテンツを有するファイルを含
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む場合もある。加えて、本明細書で言及される「コンテンツ」は、開封される必要があり
得るドキュメント、またはアクセスされる必要がある他のデータファイルなどの、本質的
に実行可能ではないファイルを含む場合もある。
【００１２】
　本明細書で使用されるように、「構成要素」、「データベース」、「モジュール」、「
システム」などの用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェア
の組合せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのいずれかである、コンピュータ
関連のエンティティを指すものとする。たとえば、構成要素は、プロセッサ上で動作する
プロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、およ
び/またはコンピュータであり得るが、これらに限定されない。例として、コンピューテ
ィングデバイス上で動作するアプリケーションとコンピューティングデバイスの両方は、
構成要素であり得る。1つまたは複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行スレッド
内に存在する場合があり、1つの構成要素は、1つのコンピュータに局所化され、かつ/ま
たは2つ以上のコンピュータ間で分散される場合がある。加えて、これらの構成要素は、
様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる
。構成要素は、1つまたは複数のデータパケット(たとえば、信号によって、ローカルシス
テム、分散システム中の別の構成要素と、かつ/または、インターネットなどのネットワ
ークにわたって他のシステムと対話する、1つの構成要素からのデータ)を有する信号に従
うなどして、ローカルプロセスおよび/またはリモートプロセスによって通信することが
できる。
【００１３】
　本明細書では、「通信デバイス」、「ワイヤレスデバイス」、「ワイヤレス電話」、「
ワイヤレス通信デバイス」、および「ワイヤレスハンドセット」という用語は、互換的に
使用される。第3世代(「3G」)および第4世代(「4G」)のワイヤレス技術の出現とともに、
利用可能な帯域が拡大されたので、より多くの様々なワイヤレス機能を備えたよりポータ
ブルなコンピューティングデバイスが利用可能になっている。
【００１４】
　本明細書では、「ポータブルコンピューティングデバイス」(「PCD」)という用語は、
バッテリーなどの限られた容量の電源で動作する任意のデバイスを記載するために使用さ
れる。何十年もの間バッテリー駆動のPCDが使用されてきたが、第3世代(「3G」)ワイヤレ
ス技術の出現とともにもたらされた充電式バッテリーの技術的進歩は、複数の機能を有す
る多数のPCDを可能にした。したがって、PCDは、とりわけ、セルラー電話、衛星電話、ペ
ージャ、携帯情報端末(「PDA」)、スマートフォン、ナビゲーションデバイス、スマート
ブックまたはリーダー、メディアプレーヤ、上述のデバイスの組合せ、およびワイヤレス
接続を有するラップトップコンピュータであり得る。
【００１５】
　本明細書では、「受入れデバイス」および「より大きい形状因子を有するデバイス」と
いう用語は互換的に使用されてよい。受入れデバイスは、PCDを受入れPCDと通信するよう
に設計された任意の種類のハードウェアを有してよい。一般に、受入れデバイスは、PCD
のハードウェアケーシングとはめ合い、場合によってはハードウェアケーシングを実質的
に囲むように設計されたハードウェアケーシングを有してよい。受入れデバイスは、ドッ
キングステーション、タブレットパーソナルコンピュータ、ラップトップパーソナルコン
ピュータ、デスクトップパーソナルコンピュータ、ポータブルメディアプレーヤ、ポータ
ブルテレビジョン、プリンタ、およびその他の同様のデバイスのいずれかを備えてよい。
【００１６】
　より大きい形状因子を有するデバイスは一般に、通常ポータブルコンピューティングデ
バイスのハードウェアケーシングよりも大きいハードウェアケーシングを有するデバイス
を意味する。しかし、場合によっては、形状因子デバイスは、ポータブルコンピューティ
ングデバイスのハードウェアケーシングよりも大きいハードウェアケーシングを有さなく
てもよい。たとえば、ドッキングステーションは、実質的にポータブルコンピューティン
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グデバイスのハードウェアケーシング以下の大きさを有するハードウェアケーシングを有
してよい。ドッキングステーションの例のような場合、受入れデバイスは一般に、ポータ
ブルコンピューティングデバイスのハードウェアケーシングに対して異なる形状因子を有
する受入れデバイスと呼ばれることがある。
【００１７】
　図1を参照すると、この図は、ポータブルコンピューティングデバイスに結合される受
入れデバイスの熱ポリシーを管理するための方法およびシステムを実現するためのワイヤ
レス電話の形態によるPCD100の例示的で非限定的な態様の機能ブロック図である。示され
るように、PCD100は、互いに結合されたマルチコア中央処理装置(「CPU」)110Aおよびア
ナログシグナルプロセッサ126を含むオンチップシステム102を含む。当業者によって理解
されるように、CPU110Aは、第0のコア222、第1のコア224、および第Nのコア230を含み得
る。当業者によって理解されるように、CPU110Aの代わりに、デジタル信号プロセッサ(「
DSP」)も用いられ得る。
【００１８】
　CPU110Aは、1つまたは複数の内部のオンチップ熱センサ157A、さらには、1つまたは複
数の外部のオフチップ熱センサ157Bにも結合され得る。オンチップ熱センサ157Aは、垂直
のPNP構造に基づく、通常は相補型金属酸化膜半導体(「CMOS」)超大規模集積(「VLSI」)
回路に専用の、1つまたは複数の絶対温度に比例する(「PTAT」)温度センサを備えること
ができる。オフチップ熱センサ157Bは、1つまたは複数のサーミスタを含み得る。熱セン
サ157は、アナログデジタルコンバータ(「ADC」)コントローラ103(図2参照)によってデジ
タル信号に変換される、電圧降下(および/または電流)を発生させ得る。しかし、本開示
の範囲から逸脱することなく、他の種類の熱センサ157が利用されてもよい。
【００１９】
　熱センサ157は、ADCコントローラ103(図2参照)により制御され監視されるのに加えて、
図1のPCD100内の1つまたは複数の熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bによっても
制御され監視され得る。熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bは、CPU110Aによっ
て実行されるソフトウェアを含み得る。しかしながら、本開示の範囲から逸脱することな
く、熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bはまた、ハードウェアおよび/またはフ
ァームウェアから形成されてもよい。
【００２０】
　熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bは、電源管理集積回路(「PMIC」)107に結
合され得る。PMIC107は、チップ102上に存在する様々なハードウェアコンポーネントに電
力を分配することを担い得る。熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bは、PMIC107
の態様を監視し制御することができる。
【００２１】
　一般に、熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bは、1つまたは複数の熱軽減技法
を含む熱ポリシーを適用することとともに、PMIC107からの電流を監視し制御することを
担い得る。そのような熱軽減技法は、PCD100が、熱条件および/または熱負荷を管理し、
不都合な熱条件にさらされること、たとえば危機的な温度に達することを回避しつつ、高
水準の機能を維持するのを、助けることができる。
【００２２】
　図1は、PCD100が監視モジュール114を含み得ることも示している。監視モジュール114
は、オンチップシステム102全体に分布する複数の動作するセンサ(たとえば熱センサ157)
およびPCD100のCPU110A、さらには熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bと通信す
る。具体的には、監視モジュール114は、熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bか
ら発せられる制御信号に応答して、イベント、プロセス、アプリケーション、リソース状
態の条件、経過時間、温度などの、1つまたは複数のインジケータを提供することができ
る。以下でより詳しく説明するように、熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bは、
監視モジュール114とともに動作して、不都合な熱条件を識別し、1つまたは複数の熱軽減
技法を含む熱ポリシーを適用することができる。
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【００２３】
　ある特定の態様では、本明細書で説明される方法ステップのうちの1つまたは複数は、1
つまたは複数の熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bを形成する、メモリ112に記
憶された実行可能命令およびパラメータによって実施され得る。熱ポリシーマネージャモ
ジュール101A、101Bを形成するこれらの命令は、本明細書で説明する方法を実行するため
に、ADCコントローラ103に加えて、CPU110A、アナログシグナルプロセッサ126、または任
意の他のプロセッサによって実行され得る。
【００２４】
　さらに、本開示で説明するようにPCD100または受入れデバイス200のいずれか内に存在
するすべてのプロセッサ110、126、メモリ112、メモリ112に記憶された命令、またはそれ
らの組合せは、本明細書に記載された方法ステップのうちの1つまたは複数を実行するた
めの手段として機能し得る。以下でさらに説明するように、熱ポリシーマネージャモジュ
ール101Cは、受入れデバイス200上に存在し(図8～図9参照)、PCD100内に存在するCPU110A
およびセンサ157と通信するハードウェアを備えてよい。PCD100内に存在する熱ポリシー
マネージャモジュール101A、101Bは、PCD100が受入れデバイス200に結合されたときに非
アクティブ化されるかまたは動作不能になってよい。一方、受入れデバイス200の熱ポリ
シーマネージャモジュール101Cは、動作可能なままであり、PCD100が受入れデバイス200
に結合されている間PCD100の熱ポリシーを制御する。
【００２５】
　図1に示すように、ディスプレイコントローラ128およびタッチスクリーンコントローラ
130が、CPU110Aに結合される。オンチップシステム102の外部にあるタッチスクリーンデ
ィスプレイ132Aは、ディスプレイコントローラ128およびタッチスクリーンコントローラ1
30に結合される。
【００２６】
　図1は、ビデオデコーダ134を含むポータブルコンピューティングデバイス(PCD)のある
実施形態を示す、概略図である。ビデオデコーダ134は、マルチコア中央処理装置(「CPU
」)110Aに結合される。ビデオ増幅器136が、ビデオデコーダ134およびタッチスクリーン
ディスプレイ132Aに結合される。ビデオポート138は、ビデオ増幅器136に結合される。図
1に示すように、ユニバーサルシリアルバス(「USB」)コントローラ140がCPU110Aに結合さ
れる。また、USBポート142AはUSBコントローラ140に結合される。
【００２７】
　USBコントローラ140に形状因子検出器123が結合されてよい。形状因子検出器123は、ハ
ードウェアおよび/またはソフトウェアを含み得る。形状因子検出器は、PCD100が受入れ
デバイス200に結合されたとき(図8～図9参照)にそれを検出する役目を果たしてよい。例
示的な一実施形態による形状因子検出器123は、受入れデバイス200から発信されUSBポー
ト142から受け取られる信号の検知および/または読取りを行ってよい。
【００２８】
　これらの信号は、受入れデバイス200によって生成される一意の英数字デバイス識別子
を含んでよい。形状因子検出器123によって一意の識別子が検知された場合、形状因子検
出器123はCPU110Aおよび/またはプロセッサ126にメッセージを中継してよい。このメッセ
ージを受け取ったことに応答して、PCD100のCPU110Aおよび/またはプロセッサ126は、適
宜にオペレーティングシステムを切り替えることに加えて、PCD100内に存在する熱ポリシ
ーマネージャモジュール101ならびに特定の熱センサ157などの、PCD100内の特定のハード
ウェアおよび/またはソフトウェアの非アクティブ化を行ってよい。
【００２９】
　CPU110Aおよび/またはプロセッサ126は、形状因子検出器123からメッセージを受け取っ
たことにさらに応答して、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101Cと
の通信を確立し、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101Cに対する制
御を放棄してもよい。PCD100の熱ポリシーのための、受入れデバイス200へのこのような
制御の切替えならびにPCD100内のソフトウェアおよび/またはハードウェアの非アクティ
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ブ化のさらなる詳細については以下にさらに詳しく説明する。
【００３０】
　メモリ112および加入者識別モジュール(SIM)カード146も、CPU110Aに結合され得る。さ
らに、図1に示すように、デジタルカメラ148がCPU110Aに結合され得る。例示的な態様で
は、デジタルカメラ148は、電荷結合デバイス(「CCD」)カメラまたは相補型金属酸化膜半
導体(「CMOS」)カメラである。
【００３１】
　図1にさらに示すように、ステレオオーディオコーデック150がアナログ信号プロセッサ
126に結合され得る。さらに、オーディオ増幅器152がステレオオーディオコーデック150
に結合され得る。例示的な態様では、第1のステレオスピーカ154および第2のステレオス
ピーカ156がオーディオ増幅器152に結合される。図1は、マイクロフォン増幅器158もステ
レオオーディオコーデック150に結合され得ることを示す。加えて、マイクロフォン160は
、マイクロフォン増幅器158に結合され得る。特定の態様では、周波数変調(「FM」)ラジ
オチューナ162は、ステレオオーディオコーデック150に結合され得る。また、FMアンテナ
164は、FMラジオチューナ162に結合される。さらに、ステレオヘッドフォン166は、ステ
レオオーディオコーデック150に結合され得る。
【００３２】
　図1は、無線周波(「RF:radio frequency」)トランシーバ168がアナログ信号プロセッサ
126に結合され得ることをさらに示している。RFスイッチ170は、RF送受信機168およびRF
アンテナ172に結合されてよい。図1に示すように、キーパッド174は、アナログ信号プロ
セッサ126に結合され得る。また、マイクロフォン付きモノヘッドセット176は、アナログ
信号プロセッサ126に結合され得る。さらに、バイブレータデバイス178は、アナログ信号
プロセッサ126に結合され得る。図1は、たとえばバッテリーなどの電源180がオンチップ
システム102に結合されることも示す。特定の態様では、電源は、充電式DCバッテリー、
または交流(「AC」)電源に接続されたAC-DC変換器から導かれるDC電源を含む。
【００３３】
　図1に示されるように、タッチスクリーンディスプレイ132A、ビデオポート138、USBポ
ート142A、カメラ148、第1のステレオスピーカ154、第2のステレオスピーカ156、マイク
ロフォン160、FMアンテナ164、ステレオヘッドフォン166、RFスイッチ170、RFアンテナ17
2、キーパッド174、モノヘッドセット176、バイブレータ178、熱センサ157B、および電源
180は、オンチップシステム102の外部にある。監視モジュール114は、PCD100において動
作可能なリソースのリアルタイムの管理を援助するために、アナログシグナルプロセッサ
126およびCPU110Aによって、これらの外部デバイスのうちの1つまたは複数から1つまたは
複数の指示または信号を受け取ることができる。
【００３４】
　図2は、図1に示されるチップ102のための、ハードウェアの例示的な空間配置を示す機
能ブロック図である。この例示的な実施形態によれば、アプリケーションCPU110Aがチッ
プ102の遠く左側の領域に配置され、一方モデムCPU168/126がチップ102の遠く右側の領域
に配置される。アプリケーションCPU110Aは、同じく図1に示すように第0のコア222、第1
のコア224、および第Nのコア230を含む、マルチコアプロセッサを含み得る。
【００３５】
　アプリケーションCPU110Aは、熱ポリシーマネージャモジュール101Aを実行していてよ
く(ソフトウェアで具現化される場合)、あるいは、熱ポリシーマネージャモジュール101B
を含んでよい(ハードウェアおよび/またはファームウェアで具現化される場合)。アプリ
ケーションCPU110Aは、オペレーティングシステム(「O/S」)モジュール207および監視モ
ジュール114を含むように、さらに例示される。
【００３６】
　アプリケーションCPU110Aは、アプリケーションCPU110Aに隣接して配置されチップ102
の左側の領域にある、1つまたは複数の位相ロックループ(「PLL」)209A、209Bに結合され
得る。PLL 209A、209Bに隣接しアプリケーションCPU110Aの下に、アプリケーションCPU11
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0Aの主要な熱ポリシーマネージャモジュール101Aとともに動作する固有の熱ポリシーマネ
ージャモジュール101Bを含み得るアナログデジタルコントローラ(「ADC」)103が、含まれ
得る。
【００３７】
　ADCコントローラ103の熱ポリシーマネージャモジュール101Bは、「チップ102上」およ
び「チップ102外」に設けられ得る複数の熱センサ157を監視し追跡することを担い得る。
オンチップまたは内部の熱センサ157Aは、PCD100の熱条件を監視するために、様々な位置
に配置され得る。
【００３８】
　たとえば、第1の内部熱センサ157A1は、アプリケーションCPU110AとモデムCPU168/126
との間に、かつ内部メモリ112に隣接して、チップ102の上部の中心領域に配置され得る。
第2の内部熱センサ157A2は、モデムCPU168/126の下の、チップ102の右側領域に配置され
得る。この第2の内部熱センサ157A2はまた、進化した縮小命令セットコンピュータ(「RIS
C」)命令セットマシン(「ARM」)177と第1のグラフィックプロセッサ134Aとの間にも配置
され得る。デジタルアナログコントローラ(「DAC」)173は、第2の内部熱センサ157A2とモ
デムCPU168/126との間に配置され得る。
【００３９】
　第3の内部熱センサ157A3は、第2のグラフィックプロセッサ134Bと第3のグラフィックプ
ロセッサ134Cの間の、チップ102の遠く右側の領域に配置され得る。第4の内部熱センサ15
7A4は、チップ102の遠く右側の領域に、かつ第4のグラフィックプロセッサ134Dの下に配
置され得る。第5の内部熱センサ157A5は、チップ102の遠く左側の領域に、かつPLL 209お
よびADCコントローラ103に隣接して配置され得る。
【００４０】
　1つまたは複数の外部熱センサ157Bも、ADCコントローラ103に結合され得る。第1の外部
熱センサ157B1は、チップの外部に、かつ、モデムCPU168、126、ARM177、およびDAC173を
含み得るチップ102の右上4分の1の領域に隣接して配置され得る。第2の外部熱センサ157B
2は、チップの外部に、かつ、第3のグラフィックプロセッサ134Cおよび第4のグラフィッ
クプロセッサ134Dを含み得るチップ102の右下4分の1の領域に隣接して配置され得る。
【００４１】
　第3の外部熱センサ157B3は、バッテリーまたはポータブル電源180およびPMIC107に隣接
して位置し、これらの要素の発熱を検知してよい。第4の外部熱センサ157B4は、タッチス
クリーン132Aおよびディスプレイコントローラ128に隣接して位置してよい。第4の外部熱
センサ157B4は、この2つの要素128、132Aの熱的活動を検知するように設計されてよい。
【００４２】
　図2に示されるハードウェア(または他のハードウェアリソース)の様々な他の空間配置
が、本開示の範囲から逸脱することなく実現され得ることを、当業者は理解するだろう。
図2は、さらなる1つの例示的な空間配置を示し、図2に示される例示的な空間配置により
決まる熱状態を、主要な熱ポリシーマネージャモジュール101Aと熱ポリシーマネージャモ
ジュール101Bを有するADCコントローラ103とがどのように管理できるかを示す。
【００４３】
　熱センサ157は、CPU110Aのようなハードウェアに隣接して、かつポータブルコンピュー
ティングデバイス100内のハードウェアと同じ面上に配置され得る。たとえば、第1の内部
熱センサ157A1を参照されたい。熱ポリシーマネージャモジュール101Aは、第1の内部熱セ
ンサ157A1に対応するCPU110Aのような、ある特定の熱センサ157と関連付けられるハード
ウェアに固有の、1つまたは複数の特有の熱軽減技法を割り当てることができる。1つの例
示的な実施形態では、CPU110Aおよび対応する熱センサ157A1に割り当てられる熱軽減技法
は、第3の熱センサ157A3と関連付けられる第3のグラフィックプロセッサ134Cに割り当て
られる熱軽減技法と比較して、異なり得る。他の例示的な実施形態では、ハードウェアに
適用される熱軽減技法は、ポータブルコンピューティングデバイス100全体にわたって、
均一または同一であってよい。
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【００４４】
　図3は、図1～図2に示すポータブルコンピューティングデバイス100の例示的なハードウ
ェアケーシングの正面図である。図3に示すように、ポータブルコンピューティングデバ
イス100は携帯電話などのワイヤレスデバイスを備えてよい。ポータブルコンピューティ
ングデバイス100は、当業者によって理解されるように、タッチスクリーンディスプレイ1
32Aを備える場合がある。上述のように、本開示は、図示の例示的な矩形のハードウェア
ケーシングに限定されない。ポータブルコンピューティングデバイス100も携帯電話のみ
に限定されない。ポータブルコンピューティングデバイス100は、とりわけ、衛星電話、
ページャ、PDA、スマートフォン、ナビゲーションデバイス、スマートブックまたはリー
ダー、メディアプレーヤ、上述したデバイスの組合せ、およびワイヤレス接続を有するラ
ップトップコンピュータを備えてもよい。
【００４５】
　図4は、タブレットポータブルコンピュータを備える例示的な受入れデバイス200A内に
収容され取り付けられた図3のポータブルコンピューティングデバイス100の正面図である
。受入れデバイス200Aは、PCD100のディスプレイ132Aに対して受入れデバイス200A自体の
ディスプレイスクリーン132Bを有してよい。受入れデバイス200Aは、ポータブルコンピュ
ーティングデバイス100に電力を供給するとともに、以下に図8において説明するようにポ
ータブルコンピューティングデバイス100を1つまたは複数の冷却デバイスに結合してよい
。
【００４６】
　前記のように、本開示では「受入れデバイス」および「より大きい形状因子を有するデ
バイス」という用語は互換的に使用されてよい。受入れデバイス200Aは、PCD100を受入れ
PCD100と通信するように設計された任意の種類のハードウェアを有してよい。一般に、受
入れデバイス200は、PCD100のハードウェアケーシングとはめ合い、場合によってはハー
ドウェアケーシングを実質的に囲みならびに/あるいは包囲するように設計されたハード
ウェアケーシングを有してよい。受入れデバイス200は、ドッキングステーション、タブ
レットパーソナルコンピュータ、ラップトップパーソナルコンピュータ、デスクトップパ
ーソナルコンピュータ、ポータブルメディアプレーヤまたはポータブルテレビジョン、プ
リンタ、およびその他の同様のデバイスのいずれかを備えてよい。
【００４７】
　より大きい形状因子を有するデバイス200は一般に、通常ポータブルコンピューティン
グデバイス100のハードウェアケーシングよりも大きいハードウェアケーシングを有する
デバイスを意味する。しかし、場合によっては、形状因子デバイス200は、以下に説明し
図7に示すように、ポータブルコンピューティングデバイス100のハードウェアケーシング
よりも大きいハードウェアケーシングを有さなくてもよい。
【００４８】
　図5は、ラップトップコンピュータを備える例示的な受入れデバイス200B内に収容され
取り付けられた図3のポータブルコンピューティングデバイス100の正面図である。受入れ
デバイス200Bは、PCD100の先端縁部502Aとはめ合い先端縁部502Aに結合されるように設計
された縁部502Bを含むくぼみ部分を有してよい。縁部502Bは、PCD100のポート142Bとはめ
合うポート(不図示)を備えてよい。受入れデバイス200Bは、ポータブルコンピューティン
グデバイス100に電力を供給するとともに、以下に図8において説明するようにポータブル
コンピューティングデバイス100を1つまたは複数の冷却デバイスに結合してよい。
【００４９】
　図6は、ポータブルメディアプレーヤを備える例示的な受入れデバイス200C内に収容さ
れ取り付けられた図3のポータブルコンピューティングデバイス100の正面図である。この
受入れデバイス200Cは、ポータブルコンピューティングデバイス100によって生成された
画像の表示および音響の増幅のみを行うように設計されてもよい。受入れデバイス200Cは
、ポータブルコンピューティングデバイス100に電力を供給するとともに、以下に図8にお
いて説明するようにポータブルコンピューティングデバイス100を1つまたは複数の冷却デ
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バイスに結合してよい。
【００５０】
　図7は、キーボード305Bおよびフルサイズディスプレイデバイス305Aに結合されるドッ
キングステーションを備える例示的な受入れデバイス200D内に収容され取り付けられた図
3のポータブルコンピューティングデバイス100の正面図である。フルサイズディスプレイ
デバイス305Aは、液晶ダイオード(LCD)または発光ダイオード(LED)ディスプレイを備えて
よい。ポータブルコンピューティングデバイス100は、ドッキングステーションを備える
受入れデバイス200Dを介してディスプレイデバイス305およびキーボード305Bに動作可能
にリンクされてよい。受入れデバイス200Aは、この例示的な実施形態においてポータブル
コンピューティングデバイス100に電力を供給してよい。
【００５１】
　図8は、受入れデバイス200がポータブルコンピューティングデバイス100に結合された
ときの受入れデバイス200およびポータブルコンピューティングデバイス100のハードウェ
アの例示的な空間構成を示す機能ブロック図である。この機能ブロック図の受入れデバイ
ス200は、上記で図4～図6に関して説明した例示的な実施形態に対応してよい。
【００５２】
　受入れデバイス200がポータブルコンピューティングデバイス100に結合されると、各デ
バイスのそれぞれのポート142が互いに揃えられかつはめ合う。前述のように、PCD100の
ポート142Aは、受入れデバイス200の一部である対応するUSBポート142Bとはめ合うUSBポ
ート142Aを備えてよい。しかし、本開示はUSB型のポート142に限定されず、当業者によっ
て理解されるように他のポートが支持されてよい。いくつかの例示的な実施形態における
PCD100は、USBポート142Aと、受入れデバイス200のポート142Bとはめ合うように設計され
た第2のポートとを有してよい。
【００５３】
　電力ならびにデータは、受入れデバイス200およびPCD100のポート142同士の間を流れて
よい。PCD100のポート142Aは、上述の形状因子検出器123に結合されてよい。
【００５４】
　形状因子検出器123は、USBコントローラ140に結合されてよい(図1参照)。形状因子検出
器123は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアを含み得る。形状因子検出器は、PCD1
00が受入れデバイス200に結合されたときにそれを検出する役目を果たしてよい。
【００５５】
　例示的な一実施形態による形状因子検出器123は、受入れデバイス200から発信されUSB
ポート142Bから受け取られる信号の検知および/または読取りを行ってよい。これらの信
号は、受入れデバイス200によって生成される一意の英数字デバイス識別子を含んでよい
。形状因子検出器123によって一意の識別子が検知された場合、形状因子検出器123はPCD1
00のCPU110Aおよび/またはプロセッサ126にメッセージを中継してよい。このメッセージ
を受け取ったことに応答して、PCD100のCPU110Aおよび/またはプロセッサ126は、適宜に
オペレーティングシステムを切り替えることに加えて、PCD100内に存在する熱ポリシーマ
ネージャモジュール101A、101Bならびに特定の熱センサ157などの、PCD100内の特定のハ
ードウェアおよび/またはソフトウェアの非アクティブ化を行ってよい。
【００５６】
　PCD100のCPU110Aおよび/またはプロセッサ126は、形状因子検出器123からメッセージを
受け取ったことにさらに応答して、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュー
ル101Cとの通信を確立し、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101に対
する制御を放棄してもよい。
【００５７】
　具体的には、PCD100のCPU110Aは、CPU110Aのメモリ112、CPU110Aの熱ポリシーマネージ
ャモジュール101A、101B(図1～図2参照)、外部熱センサ157B、およびCPU110Aの電源180を
非アクティブ化してよい。CPU110Aは、PCD100が受入れデバイス200に結合されている間こ
れらの要素によって発生する熱エネルギーを低減させならびに/あるいは実質的になくす
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ためにこれらの要素を非アクティブ化してよい。これらの要素112、101A、101B、157B、
および180の各々には、これらの要素が現在非アクティブ状態であるかまたはオフにされ
ていることを示すために「×印」が付されている。
【００５８】
　一方、受入れデバイス200のCPU110Aおよび/または熱ポリシーマネージャモジュール101
Cは、PCD100内の内部熱センサ157Aをアクティブまたはオンの状態に維持するためのコマ
ンドを発行してよい。これによって、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュ
ール101Cは、PCD100のCPU110Aの温度限度を向上させることができる。例示的な一実施形
態によれば、熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、チップまたは特定用途向け集積回
路(ASIC)などのハードウェアを備える。
【００５９】
　熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、ハードウェアを有するので、ソフトウェアま
たは代替設計と比べてより高速に決定を下すことが可能である。通常、熱ポリシーマネー
ジャモジュール101Cのハードウェアは、ハードウェア上で動作するソフトウェアよりも消
費電力が少なくてよい。ハードウェア設計の場合、熱ポリシーマネージャモジュールは、
ソフトウェア手法と比較してより高速に反応し温度を記録することができ、すなわち、通
常、ハードウェアによって速い温度サンプリングレートを実現することができる。
【００６０】
　PCD100のCPU110Aの温度限度の増大に関して、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージ
ャモジュール101Cは、熱ポリシーをタッチ温度限界よりもかなり高い温度に調整してもよ
い。例示的なタッチ温度限界は、一般に約40.0℃から約50.0℃の間の範囲であってよい。
より具体的には、タッチ温度限界は、約113.0°Fである約45℃であってよい。
【００６１】
　タッチ温度限界を超える受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101Cに
よって設定することのできる例示的な温度範囲は、限定はしないが、約90.0℃から125.0
℃の間を含む。特に、PCD100のCPU110AおよびCPU110Aの対応するダイ102のより高い温度
限界は、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101Cによって約115.0℃に
設定されてよい。
【００６２】
　PCD100の熱限界は、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101Cによっ
て監視されてよく、モジュール101Cは、PCD100のCPU110Aに近接する内部熱センサ157Aお
よび受入れデバイス200の動作をサポートするためにアクティブ状態のままであるPCD100
の任意の他の能動コンポーネントを監視する。PCD100内の内部熱センサ157Aが受入れデバ
イス200のモジュール101Cによって開始されることに加えて、モジュール101Cが、受入れ
デバイス200内に存在する熱センサ157Cも監視してよい。
【００６３】
　たとえば、OFF-PCD電源180Bに隣接して位置する受入れデバイス200内の第1の熱センサ1
57C1は、熱ポリシーマネージャモジュール101Cによって監視されてよい。OFF-PCD電源180
Bは、当業者によって理解されるように充電式バッテリーならびに変圧器を備えてよい。O
FF-PCD電源180Bは、PCD100内に収容された電源180Aに電力を供給してよい。
【００６４】
　熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、第1の熱センサ157C1と同様に、受入れデバイ
スリソース305に隣接して位置する受入れデバイス200内の第2の熱センサ157C2を監視して
もよい。受入れデバイスリソース305は、限定はしないが、ディスプレイデバイス、ディ
スプレイデバイス用のコントローラ、追加のメモリ、フラッシュメモリドライブおよび/
またはCD-ROMドライブなどの取外し可能なメモリなどの、任意の種類のハードウェアおよ
び/またはソフトウェアを備えてよい。
【００６５】
　受入れデバイス200内の第3の熱センサ157C3は、モジュール101Cによって監視され、受
入れデバイス200内に位置するCPU110Bに隣接して位置してもよい。受入れデバイス200内
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の第4の熱センサ157C4は、熱ポリシーマネージャモジュール101Cによって監視されてよい
。この第4の熱センサ157C4は、受入れデバイス200内に位置するOFF-PCDメモリ112Bに隣接
して位置してよい。
【００６６】
　したがって、熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、PCD100内に収容された熱センサ
157Aと受入れデバイス200自体内に収容されたセンサ157Cの両方を監視してよい。受入れ
デバイス200内の熱センサ157Cは、限定はしないが、PTAT温度センサおよび/またはサーミ
スタなど、PCD100内に存在する、上記で図1に関連して説明した種類のうちのいずれか1つ
を備えてよい。
【００６７】
　熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、両方の組の熱センサ157を監視することに加
えて、1つまたは複数の能動冷却デバイス131を制御してもよい。能動冷却デバイス131は
ファンおよび/またはヒートパイプを備えてよい。当業者によって理解されるように、ヒ
ートパイプは、PCD100などのデバイスから熱を受け取ったことに応答して位相変化を受け
ることがある流体を含む中空の部材を備えてよい。ヒートパイプ内の流体は、PCD100から
熱エネルギーを受け取ったことに応答して蒸発することができ、蒸発した流体は、吸収さ
れたエネルギーを排出し得る毛管作用によって受入れデバイス200内の別の領域に移動す
ることができる。
【００６８】
　冷却デバイス131は受動要素/デバイスを備えてもよい。受動冷却デバイス131は、フィ
ンおよび/または空気抜きなどのヒートシンクを備えてよい。冷却デバイス131は受動タイ
プまたは能動タイプまたは両方のタイプを含んでよい。
【００６９】
　PCD100が受入れデバイス200に結合されると、受入れデバイスおよびPCD100の任意の能
動冷却デバイスおよび/または受動冷却デバイス131間に矢印805によって示されるような
機械的結合が生じ得る。機械的結合805は、PCD100と冷却デバイス131との間の直接的で物
理的な接触を実現することができる。ヒートパイプなどの能動冷却デバイス131の場合、
能動冷却デバイス131は、CPU110AなどのPCD100の主要な発熱デバイスに近接する特定の領
域においてPCD100の外部ケーシングに物理的に接触してよい。
【００７０】
　受入れデバイス200は、冷却デバイス131に加えて、PCD100から受入れデバイス200への
熱伝達を最大にするための様々な種類の材料を使用してよい。たとえば、受入れデバイス
200の外表面または外部スキンは、PCD100のハードウェアおよび/またはソフトウェアによ
って発生した熱に対する熱伝導を最大にするように設計されてよい。いくつかの例示的な
実施形態によれば、受入れデバイス200の外表面または外部スキンは、金属および/または
熱を伝導するように設計されたセラミクスのような材料を含んでよい。
【００７１】
　OFF-PCDメモリ112Bは、ポータブルコンピューティングデバイス100内に収容されたCPU1
10Aの機能および動作をサポートしてよい。OFF-PCDメモリ112Bは、受入れデバイス200内
に存在するCPU110Bの機能および動作をサポートしてもよい。PCD100および受入れデバイ
ス200の2つのCPU110A、110Bはそれぞれ、ディスプレイデバイスならびにOFF-PCDメモリ11
2B内で動作するアプリケーションソフトウェアなどの様々な受入れデバイスリソース305
をサポートするタスクを共有してよい。
【００７２】
　OFF-PCDメモリ112Bは、当業者によって理解されるように任意の種類およびサイズのメ
モリを備えてよい。OFF-PCDメモリ112Bは、当業者によって理解されるよう揮発性メモリ
および不揮発性メモリを備えてよい。OFF-PCDメモリ112Bのより具体的な例(非網羅的なリ
スト)には、ポータブルコンピュータディスケット(磁気式)、ランダムアクセスメモリ(RA
M)(電子式)、読取り専用メモリ(ROM)(電子式)、消去可能プログラマブル読取り専用メモ
リ(EPROM、EEPROM、またはフラッシュメモリ)(電子式)などを含めてよい。
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【００７３】
　図9は、受入れデバイス200Dがポータブルコンピューティングデバイス100に結合された
ときの受入れデバイス200Dおよびポータブルコンピューティングデバイス100のハードウ
ェアの別の例示的な空間構成を示す機能ブロック図である。この機能ブロック図の受入れ
デバイス200Dは、受入れデバイス200Dがドッキングステーションを備える、上記で図7に
関して説明した例示的な実施形態に対応してよい。
【００７４】
　受入れデバイス200Dのこの機能ブロック図は、上述の図8に示す受入れデバイス200A～2
00Cの機能ブロック図と同様である。したがって、これらの図の間の差異のみが以下に記
載される。
【００７５】
　この例示的な実施形態によれば、受入れデバイス200Dは、受入れデバイス200Dのハウジ
ングまたはケーシング内にメモリ112、冷却デバイス131、または受入れデバイスリソース
305を含まなくてもよい。この例示的な実施形態の受入れデバイス200Dは、受入れデバイ
ス200Dのハウジングまたはケーシング内に収容されない1つまたは複数の異なる受入れデ
バイスリソース305とPCD100を結合し得る通信バス905を含んでよい。言い換えれば、図9
のこれらの受入れデバイスリソース305は、受入れデバイス200のハウジングの外側に位置
する、図7に示すディスプレイデバイス305Aおよびキーボード305Bに対応してよい。
【００７６】
　PCD100内のメモリ112A、熱ポリシーマネージャモジュール101A、101B、外部熱センサ15
7B、および電源180Aは、図8に示す例示的な実施形態と同様に、PCD100が受入れデバイス2
00Dに結合されるときに非アクティブ化されるかまたはオフにされてよい。このようにし
て、PCD100の熱ポリシーは、PCD100が受入れデバイス200のこのサポートモードで動作し
ているときに、タッチ温度限界がPCD100の動作を決定する熱ポリシーと比較して強化され
てよい。
【００７７】
　当業者によって理解されるように、各々の異なる受入れデバイス200に異なる熱ポリシ
ーが存在してよい。言い換えれば、各受入れデバイス200は、別の異なる受入れデバイス2
00に対して独自の独立した異なる熱ポリシーを有してよい。たとえば、図4に示すような
タブレットポータブルコンピューティングデバイス200Aは、第1のポリシーを有する独自
の熱ポリシーマネージャモジュール101Cを有してよく、一方、図7に示すようなドッキン
グステーション受入れデバイス200Dは、第1のポリシーとは異なる第2のポリシーを有する
独自の熱ポリシーマネージャモジュール101Cを有してよい。
【００７８】
　図10は、ポータブルコンピューティングデバイスに結合される受入れデバイス200の熱
ポリシーを管理するための方法1000を示す論理フローチャートである。方法1000は概して
、図8に示す例示的な実施形態に相当する。方法1000のいくつかの態様は、図9に示す例示
的な実施形態に相当する。
【００７９】
　ブロック1005が、方法1000の最初のステップである。ブロック1005において、PCD100内
のCPU110Aおよび/または熱ポリシーマネージャモジュール101A、101Bは、形状因子検出器
123をあらゆる信号に関して監視してよい。次に、決定ブロック1010で、形状因子検出器1
23は、受入れデバイス200が検出されたかどうかを判断し得る。ブロック1010は概して、
形状因子検出器123が、受入れデバイス200に対応し受入れデバイス200によって生成され
る一意の識別子を含む信号を検知することに相当する。
【００８０】
　判定ブロック1010への照会が否定的であれば、ブロック1005への「NO」の分岐に戻る。
判定ブロック1010への照会が肯定的である場合、ブロック1015への「はい」の分岐に進む
。
【００８１】
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　ブロック1015において、PCD100のCPU110Aおよび/または受入れデバイス200の熱ポリシ
ーマネージャモジュール101Cは、PCD100内の必須ではない熱センサ157を非アクティブ化
してよい。通常、PCD100内のこれらの必須ではない熱センサ157は、マネージャモジュー
ル101Cによって非アクティブ化されたハードウェアまたはオフにされたハードウェアに隣
接して位置するセンサ157である。たとえば、図8に示すように、CPU110Aに対してオフチ
ップの(102)外部熱センサ157Bが非アクティブ化されるかまたはオフにされてよい。
【００８２】
　次に、ブロック1020において、PCD100のCPU110Aおよび/または受入れデバイス200の熱
ポリシーマネージャモジュール101Cは、PCD100の熱ポリシーマネージャモジュール101A、
101Bを非アクティブ化してよい。ブロック1025において、PCD100のCPU110Aおよび/または
熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、PCD100の電源180Aを非アクティブ化してよい。
ブロック1025において、PCD100のCPU110Aおよび/または熱ポリシーマネージャモジュール
101Cは、PCD100のメモリ112Aを非アクティブ化してよい。
【００８３】
　当業者には、ブロック1015～1030が本開示の範囲から逸脱せずに並行してならびに/あ
るいは異なるシーケンスで行われてよいことが認識されよう。その後、ブロック1035にお
いて、熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、PCD100内に収容された必須の熱センサ15
7に加えて、CPU110AならびにPCD100内の任意の他のプロセッサに結合されてよい。
【００８４】
　次に、ブロック1040において、PCD100内のプロセッサ110A、126が受入れデバイス200の
冷却デバイス131(存在する場合)に結合されてよい。上記で図8に関して説明したように、
そのような能動冷却デバイス131は、限定はしないが、ファンならびにヒートパイプおよ
び/またはヒートシンク/フィンを含んでよい。
【００８５】
　その後、ブロック1045において、PCD100は受入れデバイス200(存在する場合)の電源180
Bに結合されてよい。前記のように、受入れデバイス200の電源180Bは、PCD100の熱的活動
を低減させ、それによって、PCD100がPCD100の熱エンベロープ内のPCD100の動作を最大に
するようにPCD100に電力を供給してよい。電源180Bからの電力は、PCD100のポート142Aを
介して受入れデバイス200のポート142Bを通って流れてよい。例示的な一実施形態によれ
ば、これらのポート142は、当業者に理解されるようにUSB型のポートを備えてよい。
【００８６】
　次に、ブロック1050において、プロセッサ110A、126は、受入れデバイス200の1つまた
は複数の受入れデバイスリソース305ならびに受入れデバイス200内に収容されたOFF-PCD
メモリ112Bに結合されてよい。前記のように、例示的な受入れデバイスリソース305は、
限定はしないが、ディスプレイデバイス、メモリデバイス、およびキーボードまたはトラ
ックボール/マウスなどの入力デバイスを含んでよい。
【００８７】
　その後、ブロック1055において、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュー
ル101Cは、PCD100内でアクティブ状態のままである必須の熱センサ157Aに加えて受入れデ
バイス200の熱センサ157Cを監視してよい。ブロック1060において、受入れデバイス200の
熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、PCD100内の必須の熱センサ157Aによって特定の
温度しきい値が検出された場合、PCD100内のプロセッサ110A、126および能動冷却デバイ
ス131の動作を調整してよい。具体的には、熱ポリシーマネージャモジュール101Cは、PCD
100内のホットスポットに対応する地域または領域に結合され得るファンおよび/またはヒ
ートパイプの活動を増減させてよい。
【００８８】
　ブロック1065において、受入れデバイス200の熱ポリシーマネージャモジュール101Cは
、受入れデバイス200内の熱センサ157Cによって温度しきい値が検出された場合、受入れ
デバイス200のプロセッサ110Bおよび1つまたは複数の能動冷却デバイス131の動作を調整
してよい。
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【００８９】
　決定ブロック1070において、形状因子検出器123は、PCD100が受入れデバイス200から取
り外されたかどうかを判定してよい。判定ブロック1070への照会が否定的であれば、「NO
」の分岐がブロック1055に至り、そこで受入れデバイスの熱ポリシーマネージャモジュー
ル101Cが、熱センサ157Aの監視を継続してよい。
【００９０】
　判定ブロック1070への照会が肯定的である場合、ブロック1075への「YES」の分岐に進
む。ブロック1075において、PCD100の独立動作が可能なように、熱ポリシーマネージャモ
ジュール101A、101Bが、電源180A、メモリ112A、およびすべての熱センサ157と一緒にア
クティブ化される。次いで方法1000は、ブロック1005に戻る。
【００９１】
　上で説明される本発明のシステムおよび方法を考慮すれば、相手先ブランド製造業者(
「OEM」)は、ポータブルコンピューティングデバイス100が発生させる熱を低減するため
の1つまたは複数の熱軽減技法を開始するための様々な条件を含み得る1組の熱状態を有す
るように熱ポリシーマネージャモジュール101A～101Cをプログラムすることができる。OE
Mは、熱ポリシーマネージャモジュール101A～101Cの各熱状態に対応する1組の熱軽減技法
を選択する。
【００９２】
　各組の熱軽減技法は、特定の熱状態に特有の技法であってよい。熱ポリシーマネージャ
モジュール101A～101Cは、温度しきい値が使用される各々の熱軽減技法のためのしきい値
を有するように、OEMによってプログラムされ得る。各々の熱軽減技法は、他の既存の熱
軽減技法に対する固有の電力低減アルゴリズムを含み得る。
【００９３】
　OEMは、熱ポリシーマネージャモジュール101A～101Cを、特定の熱軽減技法に関連する
電力低減について1つまたは複数の値を有するようにプログラムすることができる。他の
実施形態では、OEMは、ポータブルコンピューティングデバイスが発生させる熱を低減す
るための一連の段階的なステップにおいて、ポータブルコンピューティングデバイスのサ
ービス品質を犠牲にする、複数の熱軽減技法を有するように、熱ポリシーマネージャモジ
ュール101A～101Cをプログラムすることができる。
【００９４】
　OEMは、ポータブルコンピューティングデバイス100によって実行されているアプリケー
ションプログラムによって生成される機能に基づいて、順番に熱軽減技法をアクティブ化
するように、熱ポリシーマネージャモジュール101A～101Cをプログラムすることができる
。たとえば、各アルゴリズムは、ポータブルコンピューティングデバイス100上で動作す
るアプリケーションプログラムによって実行されている、特定の機能またはタスクに基づ
いてアクティブ化され得る。
【００９５】
　本発明が記載されたように機能するために、本明細書に記載されたプロセスまたはプロ
セスフロー内のあるステップが他のステップよりも先行するのは当然である。しかしなが
ら、そのような順序またはシーケンスが本発明の機能を変えない場合、本発明は記載され
たステップの順序に限定されない。すなわち、本発明の範囲および趣旨から逸脱すること
なく、あるステップは、他のステップの前に実施されるか、後に実施されるか、または他
のステップと並行して(実質的に同時に)実施される場合があることを認識されたい。いく
つかの例では、ある特定のステップは、本発明から逸脱することなく、省略されるか、ま
たは実施されない場合がある。さらに、「その後」、「次いで」、「次に」などの言葉は
、ステップの順番を限定することを意図していない。これらの言葉は、単に例示的な方法
の説明を通じて読者を導くために使用されている。
【００９６】
　加えて、プログラミングの当業者は、たとえば本明細書内のフローチャートおよび関連
する説明に基づいて、コンピュータコードを書くか、または適切なハードウェアおよび/
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もしくは回路を識別して、開示された発明を容易に実施することができる。
【００９７】
　したがって、特定の1組のプログラムコード命令または詳細なハードウェアデバイスの
開示が、本発明をどのように製作し使用すべきかについて適切に理解するために必要であ
るとは見なされない。特許請求されるコンピュータ実装の処理の発明性のある機能は、上
記の説明において、かつ様々な処理の流れを示すことができる図面とともに、より詳細に
説明される。
【００９８】
　1つまたは複数の例示的な態様では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せに実装することができる。ソフトウェア
に実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読
媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体上で送信され得る。
【００９９】
　この文書の文脈では、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ関連のシステムもしくは
方法によって、またはそれと関連して使用するために、コンピュータプログラムおよびデ
ータを格納または記憶することができる、電子式、磁気式、光学式、もしくは他の物理デ
バイスまたは手段である。様々な論理素子およびデータストアは、たとえばコンピュータ
ベースのシステム、プロセッサを含むシステム、または命令実行システム、装置、もしく
はデバイスから命令をフェッチし、命令を実行することができる他のシステムのような、
命令実行システム、装置、またはデバイスによって、またはそれと関連して使用するため
に、任意のコンピュータ可読媒体に組み込まれ得る。この文書の文脈では、「コンピュー
タ可読媒体」は、命令実行システム、装置、もしくはデバイスによって、またはそれと関
連して使用するためのプログラムを記憶、通信、伝搬、または伝送することができる任意
の手段を含み得る。
【０１００】
　コンピュータ可読媒体は、限定はされないがたとえば、電子式、磁気式、光学式、電磁
式、赤外線式、または半導体の、システム、装置、デバイス、または伝搬媒体であってよ
い。コンピュータ可読媒体のより具体的な例(非網羅的なリスト)には、1つまたは複数の
配線を有する電気的接続(電子式)、ポータブルコンピュータディスケット(磁気式)、ラン
ダムアクセスメモリ(RAM)(電子式)、読取り専用メモリ(ROM)(電子式)、消去可能プログラ
マブル読取り専用メモリ(EPROM、EEPROM、またはフラッシュメモリ)(電子式)、光ファイ
バ(光学式)、および携帯式コンパクトディスク読取り専用メモリ(CD-ROM)(光学式)が含ま
れよう。プログラムは、たとえば紙または他の媒体の光学走査を介して、電子的に記録さ
れ、次いで、コンパイルされ、解釈され、または場合によっては、必要に応じて適切な方
法で処理され、次いでコンピュータメモリに記憶され得るので、コンピュータ可読媒体は
、プログラムが印刷される紙または別の適切な媒体でさえあり得ることに留意されたい。
【０１０１】
　コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を
可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含
む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体であり得る
。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、任意の光ディスク記憶装
置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または、命令もしくはデータ
構造の形式で所望のプログラムコードを搬送もしくは記憶するために使用され得るととも
に、コンピュータによってアクセスされ得る任意の他の媒体を含み得る。
【０１０２】
　また、任意の接続が適切にコンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、同軸ケーブル
、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線
、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他
のリモートソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブ
ル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術
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は、媒体の定義に含まれる。
【０１０３】
　本明細書において使用されるとき、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパク
トディスク(CD)、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク
(DVD)、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディスク(
disk)は、通常、磁気的にデータを再生するが、ディスク(disc)は、レーザーで光学的に
データを再生する。前述の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきであ
る。
【０１０４】
　したがって、選択された態様が詳細に図示および説明されたが、以下の特許請求の範囲
によって定義されるように、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、各態様にお
いて様々な置換および改変を実施できることが理解されよう。
【符号の説明】
【０１０５】
　　100　ポータブルコンピューティングデバイス(「PCD」)
　　101A、101B　熱ポリシーマネージャモジュール
　　102　オンチップシステム
　　103　アナログデジタルコンバータ(「ADC」)コントローラ
　　107　電源管理集積回路(「PMIC」)
　　110A、110B　CPU
　　112　メモリ
　　112B　OFF-PCDメモリ
　　114　監視モジュール
　　123　形状因子検出器
　　126　アナログシグナルプロセッサ
　　128　ディスプレイコントローラ
　　130　タッチスクリーンコントローラ
　　131　能動冷却デバイス
　　132A　タッチスクリーンディスプレイ
　　134　ビデオデコーダ
　　134A　第1のグラフィックプロセッサ
　　134B　第2のグラフィックプロセッサ
　　134C　第3のグラフィックプロセッサ
　　134D　第4のグラフィックプロセッサ
　　136　ビデオ増幅器
　　138　ビデオポート
　　140　ユニバーサルシリアルバス(「USB」)コントローラ
　　142A　USBポート
　　142B　USBポート
　　146　加入者識別モジュール(「SIM」)カード
　　148　デジタルカメラ
　　150　ステレオオーディオコーデック
　　154　第1のステレオスピーカ
　　156　第2のステレオスピーカ
　　157A　オンチップ熱センサ
　　157A1　第1の内部熱センサ
　　157A2　第2の内部熱センサ
　　157A3　第3の内部熱センサ
　　157A4　第4の内部熱センサ
　　157B　オフチップ熱センサ
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　　157B1　第1の外部熱センサ
　　157B2　第2の外部熱センサ
　　157B3　第3の外部熱センサ
　　157B4　第4の外部熱センサ
　　157C1　第1の熱センサ
　　157C2　第2の熱センサ
　　157C3　第3の熱センサ
　　157C4　第4の熱センサ
　　158　マイクロフォン増幅器
　　160　マイクロフォン
　　162　周波数変調(「FM」)ラジオチューナ
　　164　FMアンテナ
　　166　ステレオヘッドフォン
　　170　RFスイッチ
　　172　RFアンテナ
　　173　デジタルアナログコントローラ(「DAC」)
　　174　キーパッド
　　176　マイクロフォン付きモノヘッドセット
　　177　縮小命令セットコンピュータ(「RISC」)命令セットマシン(「ARM」)
　　178　バイブレータデバイス
　　180、180A　電源
　　180B　OFF-PCD電源
　　200、200A、200B、200C、200D　受入れデバイス
　　207　オペレーティングシステム(「O/S」)モジュール
　　209A、209B　位相ロックループ
　　222　第0のコア
　　224　第1のコア
　　230　第Nのコア
　　305　受入れデバイスリソース
　　305A　フルサイズディスプレイデバイス
　　305B　キーボード
　　502A　先端縁部
　　905　通信バス
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